附件1
集成电路设计产品首轮流片奖励申报说明
一、申报条件
1.申报单位为在京登记注册、具有独立法人资格、从事集成电路设计业务的工业和软件信息服务业企业。（国民经济行业大类代码为13-43,63-65）

2.申报单位在2025年4月1日至2026年3月31日内开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），且产品流片合同已执行完毕。

3.申报单位需拥有产品的自主知识产权。
二、支持方式和标准
1.首轮工程流片（全掩膜）
（1）对在境内开展重点工程产品首轮流片（全掩膜）的企业：

属于前沿技术产品和高性能计算产品（见附件1-1）以及先进制程（14nm及以下）的，按不超过产品流片费用的50%予以奖励，单个企业支持最高不超过1500万元；

属于重点行业关键产品（见附件1-1）的，按不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业支持最高不超过1200万元；

属于其他产品（见附件1-1）的，按不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业支持最高不超过1000万元。

（2）对在境外开展先进制程（7nm及以下）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的20%予以奖励，单个企业支持最高不超过1000万元。
2.多项目晶圆（MPW）首轮流片
（1）对在境内开展多项目晶圆首轮流片的企业：

属于前沿技术产品和高性能计算产品以及先进制程（14nm及以下）的，按不超过产品流片费用的50%予以奖励，单个企业支持最高不超过300万元；

属于重点行业关键产品和其他产品的，按不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业支持最高不超过300万元。

（2）对在境外开展先进制程（7nm及以下）多项目晶圆首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的20%予以奖励，单个企业上限300万元。
若有多个产品符合多项申报条件可同时申报，单个企业本年度奖励金额最高不超过3000万元。

附件：1-1.重点领域和产品    

      1-2.申报材料清单                                       

附件1-1
重点领域和产品
一、前沿技术产品

硅光、存算一体、新型存储器、开源处理器、量子、6G通信芯片、二维材料芯片等。

二、高性能计算产品

高性能服务器(CPU或Soc等)，大算力AI芯片（GPGPU、TPU、NPU等），智能终端Soc或基带芯片（智能手机、智能眼镜等），智能网卡及DPU芯片，高性能交换芯片及互联芯片等。

三、重点行业关键产品

工业芯片（MCU等）、车规芯片（MCU、存储器、大算力超低功耗Soc等）、宇航级芯片（FPGA、CPU、算力芯片、信号链及电源芯片等）、5G领域（射频器件、射频芯片等），具身智能（关键控制器等）等。

四、其他产品

消费电子领域等。

附件1-2
集成电路设计产品首轮流片奖励项目

申报材料清单

1.北京市集成电路设计产品首轮流片奖励申报书（见附件1-3）

2.企业行业领域相关证明资料
3.首轮流片奖励相关材料

（1）申报明细表（见附件1-4）
（2）证明材料：
a.企业与代工厂签订的新产品首轮流片合同，包括批量验证流片、掩膜版制作合同等（如企业通过公共服务平台流片，需提供企业与服务平台、服务平台与代工厂台签订的相关合同）；
b.流片合同执行相关的财务凭证、付款发票及银行回单；
c.流片厂装箱单（流片厂回单）或流片入库说明或企业说明；

d.申请前沿技术产品、高性能计算产品和重点行业关键产品的需提供相应的佐证材料或说明报告（说明报告应包括产品的设计思路、技术路线、工艺制程，应用领域等）；

e.申请先进制程的产品，申报材料中应明确体现工艺制程（如订单中明确提及制程，或另提供流片厂出具的报价单等佐证资料）。
4.承诺书（见附件1-5）
5.所在区推荐函

6.知识产权承诺书（见附件1-6）
附件1-3

北京市集成电路设计产品
首轮流片奖励申报书
 申报单位（公章）：____________________
联 系 人：__________________________
联系电话：__________________________
申报日期：__________________________
申报项目：□ 新产品多项目晶圆（MPW）流片
          □ 工程产品首轮流片（全掩膜）
	企业名称
	

	国民经济行业
分类代码

	
	注册日期
	

	注册地址
	

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	申报金额
（万元）
	□ 多项目晶圆（MPW）流片

	
	总投入
	
	申请支持金额
	

	
	□工程产品首轮流片（全掩膜）

	
	总投入
	
	申请支持金额
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职务
	

	
	身份证号码
	
	手机号码
	

	
	E-mail
	

	注册资本
（万元）
	
	其中：外资（含港澳台）比例
	%

	企业性质
	□国有    □外商独资    □中外合资    □民营     □其他

	开户行
	
	银行账号
	

	申报联系人
	 
	申报联系人手机号

	

	主要财务指标
（万元）
	2025年

	
	企业收入总额
	            其中：出口：        内销：         

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	同比增长%
	

	
	研发费用总额
	
	同比增长%
	

	
	利润总额
	
	同比增长%
	

	
	流片投入费用
	
	同比增长%
	

	
	购买集成电路设计相关工具及IP费用
	设计工具：            IP：      

	
	2026年1-3月

	
	企业收入总额
	
	同比增长%
	

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	同比增长%
	

	
	2026年（全年预估）

	
	企业收入总额
	            其中：出口：        内销：     

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	研发费用总额
	

	
	流片投入费用
	

	经营范围
	（包含但不限于从事集成电路功能研发、设计及相关服务）



	主要产品
	产品名称及型号
	芯片
线宽
	芯片
制造厂商
	芯片
封装厂商
	主要
IP供应商
	主要客户

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	核心团队简介
	

	融资情况（仅填写集成电路相关）
	

	分公司（或子公司）分布情况（仅填写集成电路相关）
	

	获得的奖励及荣誉称号（仅填写集成电路相关）
	

	上市计划
	


附件1-4

北京市集成电路设计产品首轮流片奖励申报明细表

	序号
	产品名称
	申报类型
	申报产品类型

（前沿技术产品/高性能计算产品/重点行业关键产品/其他产品）
	代工

企业
	工艺制程
	产品用途
	合同单号
	合同签订时间
	数量

（层/片）
	晶圆尺寸
	合同

金额

（万元）
	记账凭证号
	记账凭证时间
	发票号
	发票时间
	发票

金额

（万元）
	回片时间
	回片数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	…
	
	…
	…
	
	…
	…
	…
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	…
	
	…
	…
	
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	…
	
	…
	…
	
	…
	…
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计金额（万元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                   企业名称：              （盖章）
注：① “申报类型”一列根据流片类型填写“MPW”或“全掩膜”；

　　②　“申报产品类型”一列根据产品情况填写“前沿技术产品”、“高性能计算产品”、“重点行业关键产品”或“其他产品”，四种类型只可选择其一；

　　③　相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、银行回单1、发票1、流片厂回

单1、合同2、记账凭证2、银行回单2、发票2、流片厂回单2……”的顺序依次提交。

④ “代工企业”一列如通过平台或第三方委托流片厂代工，写清流转的整个环节，如：本公司→××公司→××公司→××流片厂。

⑤ “数量”一列如该产品指MASK，则此列写清掩模版层数，如该产品指wafer，则此列写清晶圆片数；如该产品既包含MASK，也包含wafer，则都要写清，如23层/25片。

⑥ “合同金额”“发票金额”列均填人民币，如原币金额为外币，按付款当时汇率折算成人民币，并在“备注”列写清汇率。
附件1-5

北京市高精尖产业发展项目资金承诺书

本单位拟申请2026年北京市高精尖产业发展项目资金集成电路设计产品首轮流片奖励项目，具体承诺如下：
1.本单位严格遵守国家相关法律法规、政策要求，以及《北京市高精尖产业发展项目资金管理办法》等相关规定。

2.本单位未因违法失信行为被行政机关实施联合惩戒，或被司法部门采取失信惩戒措施。
3.本单位提交的全部材料均真实、准确、有效，申报资格和条件符合指南、通知相关规定。

4.本单位获得奖励支持的集成电路产品相关申报实施内容未获得过其他市级财政资金支持。

5.本单位自愿接受并积极配合市区相关部门监管。

6.本单位遵循诚实守信原则，若违反以上承诺事项，将在收到北京市经济和信息化局要求退还资金的通知之日起6个月内向北京市经济和信息化局退还全部资金。

7.本单位将按照相关法律法规和制度规定使用资金，对申报和使用中存在虚报、骗取、挪用、贿赂等违法违规行为，将依照《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规接受处理。涉嫌犯罪的，自愿接受司法机关依法处理。

      法定代表人（签字）：          单位（签章）：
                        时间：    年    月    日

附件1-6

知识产权承诺书

我单位，                     （公司名称），统一社会信用代码为                 ,法定代表人为        ，地址位于                                 ，联系方式为                   。

我单位承诺对所申报的产品拥有完全自主的知识产权，该产品的技术研发、设计等方面均由我单位独立完成，不存在抄袭、剽窃、侵犯他人知识产权的行为。我单位保证所拥有的知识产权权属清晰，无任何产权纠纷或争议，未将其知识产权进行质押、抵押或转让给第三方，不存在任何限制其使用和处置的情形。

本承诺书自签署之日起生效，在企业存续期间及产品的整个生命周期内均具有法律效力。我单位将严格履行上述承诺，如有违反，愿意接受政府部门的依法处理。

特此承诺！
                                     单位（签章）：   

                               法定代表人（签字）：                               
                        时间：    年    月    日



